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                  	精密加工设备
	切割机
	激光切割机
	研削机
	拋光机
	晶圆贴膜机
	芯片分割机
	表面平坦机
	水刀切割机

	精密加工工具
	切割刀片
	研削磨轮
	干式抛光磨轮
	安全使用说明

	其他产品
	周边设备
	相关产品
	普通磨石
	Downloads
	Catalog Downloads
	Manual Downloads

                

              

            

          

        
	
          解决方案
          
            
              
                
                  
                    解决方案

                    为您介绍可解决Kiru, Kezuru, Migaku加工课题的技术知识、试切、代理加工服务等辅助资讯。
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                  	售后服务
	支援体制
	产品使用后的回收服务

	故障排除
	精密加工设备相关的疑难咨询・FAQ(常见问题)
	精密加工工具相关的疑难咨询・FAQ(常见问题)
	故障对应
	DISCO术语辞典
	精密加工工具

	各种信息提供
	Customer Equipment Improvement Information (CSMDC)
	有益的改善信息（技术通讯）
	SDS
	检查表查询
	证明书/判定书等
	停产设备信息

	文件 在线目录
	旧机型的使用说明书
	刀痕检测的诀窍

                

              

            

          

        
	
          培训服务
          
            
              
                
                  
                    培训服务

                    
                      为了要让您更有效使用并加深对机器的理解，开展各机种的操作及维修讲习。

                  
                

                
                  	有关日本总公司的研修中心
	培训课程及培训手册
	申请培训的流程
	课程一览
	培训费・时长
	培训中心的介绍
	常见问题及问询

	有关海外分公司的研修中心
	韩国研修中心
	台湾研修中心
	中国研修中心

                

              

            

          

        


      
	mail_outline联系我们
	
    	
        search
        
          
            
              
                
                  
                  search
                

              

            


          

        

      
	
        languageLanguage
        
          
            	日本語
	English


            	繁體中文
	简体中文
	한글


          

        

      


  


    
    
      返回 公司信息主页
    

  


  
  
   
	home
	产品信息

  

  
    
        产品信息

        	精密加工设备
	精密加工工具
	其他产品


    

  

  
  
    
      
          
      


    


    
        
            排列顺序 / 筛选
        

        
             /  件

            
                排列顺序

                
                    请选择
标准
销售开始日_新→旧
机器宽度_小→大
设置所需面积_小→大


                

            

            
                加工机种

                全部
                切割机
                激光切割机
                研削机
                拋光机
                晶圆贴膜机
                芯片分割机
                表面平坦机
                其他
            

            
                最大加工物尺寸

                Φ150
                Φ200
                Φ300
                其他
            

            
                机种

                全自动
                半自动
            
    
            
                适合工艺

                
                    请选择
DBG
SDBG
Package Singulation
Laser Lift-off
SDTT
Planarization
Wafer Thinning
Stress Releaf


                

            

            
                选配功能 / 追加规格

                
                    请选择
开槽切割
超声波切割
Edge trim / Circle cut
形状辨识机能
ABC (Automatic Blade Changer)
NCG (Non Contact Gauge)
干抛
CMP
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